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       由于全球晶圆代工产能供给吃紧，业界陆续出
现将原本用 8 英寸晶圆生产的芯片，通过更改制程
设计，升级到 12 英寸晶圆厂生产，以缓解产能吃紧
压力。
       本周，8 英寸晶圆代工大厂世界先进董事长暨
总经理方略表示，目前 8 英寸晶圆设备愈来愈难取
得，若想持续扩充产能，就要考虑向 12 英寸晶圆厂
转换。
       8 英寸晶圆代工产能自 2018 年开始吃紧，至
今仍未看到缓解迹象，甚至越来越严峻，世界先进、
联 电 已 相 继 证 实 涨 价 消 息，并 表 示 订 单 将 满 到
2022 年。过去，8 英寸晶圆代工被视为落后、老旧的
产线，现在却能让客户不惜捧着现金加价，也要抢
到 8 英寸产能。
       今年早些时候，业界传出，有一批 0.13 微米的
8 英寸晶圆产能竞标，最终以每片 1000 美元中标，
远超乎市场行情。台积电 8 英寸晶圆产能报价大约
600~800 美元，世界先进约为 400~600 美元。这波
缺货主要是以车用半导体、MCU、电源管理 IC、面
板驱动 IC 为主。

为何 8 英寸市场如此紧俏？

       全球 8 英寸晶圆厂数量在 2007 年达到高峰，
之后许多厂房陆续关闭或转型成 12 英寸厂。据集
邦科技（TrendForce）统计，以目前全球前十大晶
圆代工厂来看，8 英寸晶圆厂共有 40 座，有 33 座
在亚洲，其中，中国台湾 15 座，中国大陆 7 座，就厂
商来看，联电数量最多，在两岸布局了 8 座 8 英寸
晶圆厂。
       2018 年的 8 英寸晶圆涨价潮，有一大部分原
因在于 IDM 厂扩大分立器件订单，以及应对硅片涨
价。而 2020 年以来的这波涨价，主要是由“宅经
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济”、5G，以及贸易战下厂商积极备料引发的。
       例如，5G 手机所需要的半导体含量较 4G 高
出许多，部分芯片用量更是倍增，例如电源管理 IC
在 4G 时代只需要 1-2 颗，而 5G 用量增至 3~4 颗；
此外，多镜头潮流、指纹辨识传感器被大量导入手
机，激发出更多需求，而这些芯片主要采用 8 英寸
晶圆生产。
       另外，大部分模拟、分立器件市场由 IDM 大厂
把持，如英飞凌、德州仪器（TI）等，但因产能有限，这
些 IDM 通常会将订单外包给晶圆代工厂代工，同
时，在从 6 英寸转向 8 英寸过程中，部分 IDM 的主
要产能专注于 12 英寸线，没有额外增添 8 英寸线，
这样就不得不将 8 英寸产品外包。因此，大部分
IDM 扩产幅度比需求增长幅度低，外包的比例会越
来越高，这样就加剧了晶圆代工厂订单供不应求的
局面。
       尽管许多芯片仍需要采用 8 英寸晶圆生产，以
达到最适的成本效益，但是，12 英寸仍是现今主流
的晶圆尺寸，目前，不少设备商皆已停止生产 8 英
寸晶圆加工设备，这也是 8 英寸厂难以扩充产能的
原因之一。
       近些年，越来越多的厂商表态不会自建新的 8
英寸厂，主要原因在于投资一座 8 英寸厂约需要
10 亿美金，而其他竞争对手的 8 英寸厂多已折旧
完毕，现在盖新厂并不具成本优势，多通过并购、购
买二手设备、提高生产效率等方式扩产。
       二手设备也是一大难题，近几年，全球二手 8
英寸晶圆设备需求旺盛，开价也很高，不过，因为 8
英寸设备多已老旧，符合采购条件的数量较少。对
晶圆代工厂来说，合适的二手设备可遇不可求，因
此更常见的作法是在现有设备上增添新应用技术，
以优化制程，或通过生产管理来提升效率与产能。
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       并购方面，除台积电已明确指出不会买 8 英寸
厂外，联电、世界皆表态会努力寻厂、伺机并购。以
世界先进为例，近些年，该公司陆续买下两座 8 英
寸晶圆厂，分别是 2014 年入手南亚科在桃园的 8
英寸晶圆厂，2020 年初又以 2.36 亿美元并购格芯
位于新加坡的 3E 8 英寸厂。

向 12 英寸晶圆过渡

       2008 到 2016 年期间，总共有 15 座晶圆厂从
8 英寸转型为 12 英寸的。与 8 英寸晶圆相比，12 英
寸的体现出了明显优势。
       两种尺寸的晶圆表面积的大小不同，以相同的
良率标准做假设，一片 12 英寸晶圆可以生产约
200 多颗 IC，是 8 英寸的两倍，在生产成本不需大
幅提高的情况下，比较符合成本效益。但也因为一
片 12 英寸晶圆产出的 IC 数量比较多，对应到终端
需求，要有足够的量支撑，这也是很多厂商会停留
在 8 英寸的原因，特别是中小规模 IC 设计厂商，需
要的芯片数量有限，12 英寸晶圆不经济。
       按芯片类型划分，电源管理 IC、驱动 IC、指纹
辨识 IC、CMOS 图像传感器（CIS）、MOSFET、功率
器件等主要采用 8 英寸晶圆，而 12 英寸生产的多
为 90nm 制程以下，需要高效能、高速运算的芯片，
如 CPU、GPU、手机 AP 及网通芯片。
       早些年，大部分 6 英寸硅晶圆生产线都已经转
向了 8 英寸的，然而，受制于成本和性能等因素，8
英寸线转向 12 英寸产线较为困难，主要体现在：
12 英寸晶圆厂进入门槛高，参与厂家数量较少，根
据中芯国际新建上海 12 英寸晶圆厂投资金额数量
可知，12 英寸厂对代工企业厂房洁净室清洁度及设
备的精密度要求很高，初期投资及后续研发投入巨
大，要达到百亿美元级别才能具备市场竞争力。因
此，尽管 12 英寸晶圆市场高速增长，但直接参与竞
争的企业数量依然是少数。
       另外，代表先进制程的 12 英寸晶圆厂生产的
产品主要是精密制程的芯片，留给 65nm 及以上制

程的空间并不多，12 英寸厂的投资金额巨大也导致
代工费用高昂，而这是对价格敏感的成熟制程产品
所不希望看到的。同时，制程尺寸的微缩，会导致漏
电的增加，因此，电池供电类应用通常会选择 8 英
寸产线，另外，MEMS 传感器、LED 等产品，采用 8
英寸晶圆更具优势。
       也正是因为如此，8 英寸晶圆厂具有相当长的
生命周期。特别是由于市场对 PMIC、显示驱动 IC，
CIS，MCU，MEMS 和其它特征尺寸 >90nm 制程
工艺技术的器件的强劲需求，晶圆代工厂从中受益
颇多。这些器件是许多物联网应用的关键组件，物
联网为 8 英寸晶圆厂注入了新的活力。
       不过，近些年，随着市场对存储和逻辑芯片需
求的增加，特别是 14nm 及更先进制程的普及，市
场对 12 英寸晶圆的需求日益迫切，这方面的成本
效率越发突出。因此，8 英寸向 12 英寸晶圆转型的
速度开始加快。
       来 自 IC Insights 的 统 计 和 预 测 显 示，
2018-2021 年间，全球范围内可量产的 12 英寸晶
圆厂每年都会增加，到 2021 年，将达到 123 家，而
这一数字在 2016 年为 98 家，基本上所有新建设的
晶圆厂都将用来生产目前急缺的 DRAM、闪存，或
者增强现有的代工能力。截至 2016 年底，12 英寸
晶圆贡献了全球 IC 晶圆厂产能的 63.6%，预计到
2021 年底这一数字将达到 71.2%。
       不只是在存储和逻辑芯片方面，模拟和模数混
合芯片厂商也越来越多地向 12 英寸产线转移，典
型代表就是德州仪器（TI）和 ADI。
       近些年，TI 一直在稳步提升其 12 英寸晶圆模
拟芯片的产量，以削减成本并提高生产效率。TI 表
示，12 英寸晶圆厂的产量比竞争对手使用的 8 英
寸工艺生产的芯片便宜 40％。此外，对于模拟用途，
12 英寸晶圆厂的投资回报率可能更高，因为它可以
使用 20 到 30 年。
       不过，鉴于当下 8 英寸晶圆产能的短缺，8 英寸
向 12 英寸转移的脚步可能再次放缓。
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       总体来看，8 英寸晶圆代工供需不平衡的状况短期内难以缓解，产能吃紧的状况将延续到 2022 年。不过，
仍有一些变数需要关注，包括终端需求、重复下单 (overbooking) 与国际政经局势变化等。因此，虽然 8 英寸
晶圆向 12 英寸转换的大方向逐渐明朗，但前进的脚步和节奏将受到多种因素的制约和影响，恐怕会缓慢前行。

                                                                                                                                 （来源： 半导体行业观察）
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  上汽集团10月销售整车58.21万辆，
其中新能源汽车销量达7.7万辆

       集微网消息，11 月 4 日，上汽集团发布 10 月份产销快报，该月实现汽车销量为 582137 辆，低于上年同期
的 596719 辆；今年 1-10 月份，合计汽车销量为 4201180 辆，同比下滑 0.21%。产量方面，10 月生产整车
572068 辆，低于去年同期的 602958 辆；今年 1-10 月合计生产汽车 4197453 辆，同比增长 1.38%。
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       其中，上汽乘用车本月销量为 100001 辆，今年 1-10 月合计销售 595363 辆，同比增长 25.7%；产量方面，
本月生产 96894 辆，1-10 产量为 597697 辆，同比增长 30.87%。
       新能源汽车方面，上汽集团 10 月份销售 76988 辆，1-10 月合计销量为 555896 辆，同比增长 187.57%。
产量方面，10 月生产新能源整车 74103 辆，1-10 月合计生产 557214 辆，同比增长 202.97%。
       另外，上汽集团近日还发布了三季度财报。今年前三季度，上汽集团实现总营收 5527.13 亿元，同比增长
10.84%；归属上市公司股东净利润为 203.5 亿元，同比增长 22.24%。其中，第三季度总营收为 1866.16 亿元，
同比下滑 13.17%；归属上市公司股东净利润为 70.36 亿元，同比下滑 14.75%。

                                                                                                                                               （来源： 集微网）
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                                                                          图源：路透

      
       集微网消息，联电公布 10 月业绩显示，合并营收达到 191.59 亿元（新台币，下同），再创历史新高，业内预
计其第四季度也有望创新高，全年净利大增 80%，并且随着明年涨价势头不减，运营有望再创佳绩。
       据台媒《工商时报》报道，业内指出，代工价格持续上涨，且联电产能利用率维持满载，因而推动第四季度营
收再创历史新高，且净利将明显好于去年同期，带动全年净利润有望大增八成同创新高。
       根据联电此前预测，第四季度晶圆出货量增加 1-2％，平均美元价格提高 1-2％，平均毛利率将提升至
37-39％，产能利用率维持 100％以上。
       展望明年，供应端代工产能增加有限（8 英寸增长约 6%，12 英寸增长约 14%），各代工厂不断扩产成熟制
程，但仍难满足需求；需求端 5G、电动车等需求未见放缓，因此业内看好明年代工涨价势头不减。
       联电方面，明年上半年产能都已经预订一空，预期下半年产能也将逼近满载，2022 年业绩有望再度改写历
史新高。

                                                                                                                                              （来源： 集微网）

   联电10月营收再创历史新高，
明年代工报价有望续涨
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       集微网消息，国际半导体产业协会（SEMI）的报告显示，2021 年第三季度，全球半导体硅晶圆出货量季增
3.3%，达 36.49 亿平方英寸，续创历史新高。

                                                                        图源：EETASIA

 
       SEMI 指出，第三季度，硅晶圆出货量创下新高，所有尺寸的硅晶圆出货量都有所增加，这为现代经济所需
的各种半导体元件提供了支撑。
       另外，SEMI 称预计硅晶圆需求仍将保持高位，因为未来几年内将新增许多晶圆厂。
       据了解，在市场终端应用强劲拉货下，硅晶圆供应持续紧绷。包括环球晶、日本信越 (Shin-Etsu)、日本胜高 
(SUMCO) 等硅晶圆供应商近期均预期产品供不应求情况将延续至 2023 年。其中，胜高宣布将斥资 2287 亿
日元在日本盖新厂，进行扩产。

                                                                                                                                               （来源： 集微网）

SEMI：Q3 硅晶圆出货量达
36.49亿平方英寸,续创新高
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       集微网消息，消费型 IMU（MEMS 消费型惯性测量单元）市场规模增加迅速，其中意法半导体、博世和应美
盛（TDK InvenSense）在市场中占据主导地位。以 System Plus Consulting 在 2020 年拆解的 54 款智能手
机为样本：意法半导体是智能手机中集成 IMU 的领导者，在所有拆解的智能手机中占了 43%。其次是博世和
应美盛，各占 22％的比例。这三大制造商使用的工艺各自不同，也都有自己的策略。

                                                                            意法半导体

       Yole 长期以来一直对 MEMS 产业进行调研，且与 System Plus Consulting 密切合作，以分析 MEMS 市
场的增长、MEMS 公司的战略以及技术的演变。在其 MEMS 专题报告《2021 年 MEMS 产业现状报告》中，Yole
预测，消费型 IMU 市场在 2020-2026 年将以 5% 的年均复合增长率增长，至 2026 年可达 8.38 亿美元。
       System Plus Consulting 的 Audrey Lahrach 对此评论道：“MEMS IMU 在智能手机和可穿戴设备中
的集成率将不断提高，这将推动这一市场增长。此外，独立 MEMS 加速度计和陀螺仪越来越多地被 IMU 取代，
这也将助力这一增长。”

  Yole:  手机MEMS市场份额，
意法半导体、应美盛和博世

合占94% 
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                                                                         图源：Yole

       在这种动态背景下，Yole 集团旗下的逆向工程和成本计算公司 System Plus Consulting 发布了一份专
门针对智能手机应用的惯性传感器的全面分析：《2021 年移动惯性传感器比较》报告。在这份报告中，System 
Plus Consulting 研究了 114 部智能手机的样本。它从每部智能手机中取出了 MEMS 惯性传感器，并深入分
析了其中的每个 IMU。样本包括 2019 年发布的 53 款智能手机、2020 年发布的 54 款智能手机和 2021 年发
布的 7 款智能手机。通过这种方法，System Plus Consulting 的分析师确定了每部智能手机每个传感器的产
品型号，并在此基础上确定了设备制造商。
       通过这份新报告，System Plus Consulting 带来了对智能手机中最常见的 IMU 型号的比较性综述。该公
司检查了这些器件封装的尺寸和内部结构、器件的 MEMS 阵列和 ASIC，以及它们的芯片尺寸和封装横截面。
其目的是全面概括智能手机中的 MEMS 惯性传感器，每个 MEMS 设备制造商所做的技术选择，并找出相关联
的 OEM。
       该报告进一步比较了各制造商的 IMU 制造工艺水平，也对被同一制造商选中并集成到 System Plus 
Consulting 样本中所包含的智能手机中的不同技术进行了比较。最后，报告对样本中最常见的型号进行了全
面的技术和成本分析，包括 MEMS、ASIC 和封装。
       此外，这份报告还针对集成单个 MEMS（仅一个陀螺仪或一个加速度计）的组件进行了拆解分析，包括封
装开口和 MEMS 芯片开口。
       System Plus Consulting 的样本还显示，意法半导体凭借 3 种主要的不同型号，占所有组件的一半，成为
了 MEMS 器件制造商之首。应美盛和博世分别以 27% 和 17% 的比例位居第二和第三位。
       总而言之，在 System Plus Consulting 自 2019 年以来分析的智能手机样本中所集成的组件里，这 3 家
公司制造的组件占到了 94%。
       System Plus Consulting 的 Audrey Lahrach 表 示，报 告 中 最 重 要 的 发 现 是 意 法 半 导 体 在 其 
LSM6DSO 型号中的 MEMS 芯片尺寸缩小。
       而对于应美盛，有很多事情都发生了变化。因此，System Plus Consulting 在其报告中强调了其在 ASIC
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方面工艺的重大变化。这家 MEMS 器件制造商通过在其最新型号上切换到了 90nm 并集成了铜金属层，同时
仍用铝实现共晶晶圆键合 Al-Ge，降低了技术节点。
       意法半导体和博世传感器这两家公司则决定将它们的两个芯片合并在自己的 LGA 封装中，一侧为 ASIC，
另一侧为 MEMS。

                                                                                                                                              （来源： 集微网）
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       集微网消息，今年双 11 期间，平头哥自研 AI 芯片含光 800 作为搜索推荐等场
景算力的主力，支持全球规模最大的电商搜索任务，这意味着含光 800 已进入规模
化应用阶段。
       据平头哥介绍，2021 双 11 期间，含光 800 通过阿里云平台支持了淘宝搜索、推
荐等业务，其中淘宝主搜 100% 的 AI 算力由该芯片提供。实际应用情况显示，含光
800 有效发挥了芯片与云计算环境融合的优势，既提升了系统的性能又降低了整体
能耗，以搜索场景为例，相比传统 GPU，使用含光 800 运行的算法效率最高可提升近
2 倍，单位算力能耗降低 58%。
       据悉，平头哥在 2019 年云栖大会上发布含光 800，该芯片采用平头哥自研架构，
通过软硬件的协同设计实现性能突破，对卷积神经网络类算法进行了高度优化，在当
时创造了性能和能效比两项纪录，适用于图像搜索、场景识别、视频内容识别、自然语
言处理等场景。2020 年 6 月，阿里云正式发布搭载含光 800 推理芯片的云服务，目
前已服务搜索推荐、视频直播等行业客户。
       平头哥市场副总裁高慧表示：“得益于软硬协同设计带来的性能提升，含光 800
在特定 AI 场景里的优势明显，在吞吐量和时延等核心指标上表现都很优秀，这是含
光 800 能大规模应用的基础。”

                                                                                                       （来源： 集微网）

  平头哥含光800已规模化应用，
支撑双11电商搜索任务
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       华大半导体有限公司（简称华大半导体）是中国电子信息产业集团有限公司（CEC）整合旗下集成电路企
业而组建的专业子集团。
华大半导体的质量文化
提供超越客户对品质的期望
客户选择我们，是因为：
       我们承诺向客户提供高质量、高安全性、高可靠性的产品和服务；
       我们致力于为客户创造价值，成为客户最为信赖的伙伴；
       我们持续创新、追求卓越，成为受人尊重的 IC 设计引领者。
企业使命
致力于用先进、安全、适用的电子信息技术和产品服务国家和社会 ; 致力于打造员工实现职业梦想的平台。
企业愿景
成为电子信息领域充满活力、值得信赖、受人尊重、具有国际影响力和竞争力的世界一流企业。
核心价值观
诚信  业绩 创新 责任
工作作风
务实高效 勤俭节约。

华大半导体部分产品

一、MCU
MCU 概述 :
       MCU 是英文 Microcontroller Unit 的简称，中文是微控制器，MCU 一般分为 8 位，16 位和 32 位的处
理器，广泛运用在工业控制，医疗设备，远程控制，办公设备和家用电器，玩具和嵌入式系统中。它通过独立的处
理器，内存和 I/O 器件，可以减小系统的尺寸，降低设备的成本。
       小到智能硬件，可穿戴产品的方案芯片，大到智能制造 2025 的工业控制芯片，MCU 始终占据着核心的芯
片地位，既能作为简单应用的核心控制芯片，又能扮演好庞大系统的神经末梢，通过工艺制程和研发技术的不
断优化，将系统的尺寸，功耗，成本各方面做到极致，为系统级的产品提供丰富和稳定的控制功能，成为链接“好
想法”与“好产品”中重要的组成部分。

华大半导体有限公司
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产品类型 :

超低功耗 MCU

通用类 MCU



ENTERPRISE
芯企业

14

电机类 MCU

二、安全与智能卡解决方案
简介 :
       华大半导体旗下华大电子是中国安全芯片技术全面、应用领域广泛、综合实力强的集成电路设计公司。产
品线囊括各类智能卡和嵌入式安全芯片，广泛应用于高端证照、社会保障、电信、金融支付、移动支付、公共交
通、加油卡、居民健康、网络认证、身份识别、门禁与电子票务等。公司业务遍及国内并远销海外。华大电子是国
内安全芯片应用先行者，参与多项行业标准的制定，芯片年出货量超过 15 亿颗。

产品型号 :
接触式 IC 卡芯片
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非接触式 IC 卡芯片

双界面 IC 卡芯片

多接口芯片
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三、功率器件半导体
简介：
       华大半导体围绕高端工控和汽车电子等领域，解决核心功率器件芯片国产化和应用问题，形成电源和驱动
的分立器件整体解决方案。研发和产业化下一代功率半导体技术 SiC 芯片，并达到国际先进水平，目标成为全
球领先的半导体功率器件及隔离驱动供应商。

产品型号 :
栅极驱动芯片

AC-DC 电源转换器

四、形成电机控制的整体应用解决方案
        在工业控制领域，重点打造产品的高可靠性、高集成度、算法及解决方案能力以提升在客户端的竞争力，
产品导入 PLC、伺服电机等高端工控领域。
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五、汽车电子系统解决方案
       重点围绕动力总成、车载网络、通用产品展开布局
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六、安全芯片保障物联网安全
       为保障物联网安全，以安全芯片的外部应用环境为切入点，打造安全生态体系，完成主流云平台的对接和
验证、打通 SE 应用接入环节。
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       辉芒微电子由硅谷资深人士于 2005 年在深圳成立。FMD 是一家专注于非易失性存储芯片 (NVM)、数模
混合信号设计、高端模拟电路、高压电源管理芯片的无晶圆厂设计公司。
研发团队
       FMD 非常重视创意并拥有多项专利技术。与中国大多数无晶圆厂设计公司不同，FMD 研发出了自己的专
利工艺。拥有自己的专利技术使得 FMD 对工艺有更深入的了解和控制，也使得设计理念和技术匹配的更好，
因此我们的产品具有卓越的稳定性、可靠性和高性价比。
技术先进
       除了提供高性价比的产品，我们非常关注可靠性。FMD 从早期开始就飞速成长。如果仔细观察，人们在其
周围可以发现很多 FMD 产品，这不足为奇，比如小玩具，家用电器，电视机，照相机，医疗器械，计算机，监控器，
RF，有线和无线充电器，适配器，LED 照明，BLDC 马达等。

辉芒微电子部分产品

一、8 bit RISC MCU
       FMD 是 8 位 RISC MCU 的主要供应商。FMD 的所有 8 位 MCU 均使用我们的专利 EEPROM UltraEE© 
工艺制造 , EEPROM 被公认为最强健和最可靠的硅基 NVM 技术 , 这使 FMD 能够提供从商业级到汽车级 1
级的产品。每款 MCU 均带有片上 LDO 以提高电源的抗干扰能力，以及 1-2 kb EEPROM 容量用于存储信息
和配置。对 FMD 来说，可靠性和稳定性与功能一样重要。FMD 的第二代 8 位 MCU 通常具有 ESD > 8kV 和 
EFT > 5.5kV 的性能，单指令周期快速唤醒是常规，可配置外设在 SLEEP 模式下运行。
       FMD 为您的固件提供程序和数据 EEPROM 读 / 写保护功能，以及 hex 加密 / 代码执行的客户定制密钥。
      芯片 BOOT 时具有多重保障，包括校验和等，提高启动时的鲁棒性。FMD 的自调节 POR 技术，意味着只要
电压大于 VPOR，MCU 即可在 8M/4T 及以上的速度下运行，省去了繁琐的电源检测和调整操作。这也使得在
电池应用环境中，FMD 的一些芯片在低至 1.5V 时仍可工作，再结合较低的工作电流，FMD 可比竞争对手延长
多达 40% 的电池使用寿命。FMD 特有的低功耗模式工作电流可低至 8uA (32kHz 速度下运行 )。
       FMD 的 MCU 产品系列种类丰富，从 1k x 14 到 16k x 16 程序容量，从 6 pins 到 48 pins 引脚，从简单
I/O 型到更高端的可提供 12 位 ADC, LCD 驱动 , 强抗干扰的触摸按键 , I2C, UART, SPI 接口 , 多重定时器 , 
多通道通用 PWM, 比较器 , DAC, 可达 0.0125mV 分辨率的低端传感器 , 13.56MHz 载波 , 3.2V – 4.7V 锂
电池监测 , 多级电流驱动等。FMD 的 MCU 适用于各种日常产品，从小玩具 , 无线充 , 家用电器 , 智能设备到
高性能 BLDC。可靠和通用并不意味着高价格，FMD 提供工业级标准上优性价比的基于 NVM 的 MCU，也致
力于节省外部器件 BOM。FMD 的 MCU 和 EEPROM 产品每月出货量超过 1.5 亿颗，所以如果你发现家里有
FMD 的芯片 , 不必惊讶 !
       FMD 的 8 位 MCU 支持 ISP 和在线调试。

 辉芒微电子（深圳）股份有限公司
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二、EEPROM
       FMD 是世界领先的串行 EEPROM 供应商之一。FMD 最早于 2003 年开始生产制造 EEPROM，是一家拥
有自主专利 EEPROM UltraEE© 工艺的无晶圆厂设计公司。FMD 的 EEPROM 产品种类丰富，每年销售量超过
十亿颗，并且已被很多一线客户使用，获得了高可靠性和高度兼容性的声誉。FMD 的 EEPROM 具有 1.7 – 
5.5V 的宽工作电压范围和低工作电流。汽车 1 级系列产品可在 -40 − +125 °C 的温度范围内工作。

三、电源管理 IC
       FMD 所 设 计 生 产 的 电 源 产 品，其 一 系 列 高 度 集 成 的 电 源 管 理 控 制 芯 片，其 主 要 功 能 是 将 交 流 电
(90Vac~264Vac) 转为直流电。 本系列产品差异化发展，产品功能全，覆盖范围广，包括原边反馈恒压恒流控
制芯片，副边反馈恒压控制芯片，同步整流，小家电恒压供电芯片，隔离型 LED 恒流芯片，非隔离型 LED 恒流芯
片，高 PF 值 LED 恒流芯片等各个应用领域。 本系列产品采用 FMD 专利控制技术，恒压 / 恒流精度高，效率高、
功耗低、体积小、成本低，能极大满足用户在各个电源控制的需求场合。 本系列产品提供非常多的保护功能，如
过压保护、欠压保护、短路保护、开路保护，过温保护，可以在电源发生异常时立即保护系统不被进一步损坏，并
在异常状况解除后能及时重启，安全可靠，寿命长。 本系列产品主要用于各类数码产品的电池充电器、各类用
电器的供电适配器、LED 灯驱动电源等领域，功率范围主要为 0~60W。
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辉芒微电子应用方案

一、充电器

二、适配器
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三、LED 驱动电源（非调光）

四、LED 驱动电源（调光调色温）

五、小家电供电电源
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       上海爱矽半导体科技有限公司是—家专业从事 MCU 芯片设计的 Fabless Design House。公司秉承专
注创新、品质至上的发展理念，致力于为客户提供智能、高效、环保的 MCU 芯片产品和解决方案。
       公司以持续创新的产品研发为第一驱动力，同时注重供应链品质管理和客户服务时效性。公司正在不断完
善 8 位和 32 位两大 MCU 产品主线，主要面向家电、智能硬件、智能工控，以及物联网等应用领域。MCU 产品
配备标准化的开发工具平台，使应用方案开发更为简单高效。团队通过在集成电路行业十余年的产品经验积
累，充分理解面向市场需求的核心设计思想，使公司 MCU 产品更具性价比优势，广泛得到客户的认可与好评。
       公司未来将发展成为以 MCU 为核心的完整的智能化解决方案服务商，为客户提供更为便捷的一站式服
务。爱矽半导体坚守诚信，秉持共赢，愿与广大商业合作伙伴共成长。

爱矽半导体产品

一、TK 型 8 位 MCU

二、通用型 8 位 MCU
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上海爱矽半导体科技有限公司
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三、32 位 MCU

爱矽半导体应用方案

一、智能门锁
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二、雾化加湿器

三、触控电动牙刷
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地址：杭州市滨江区六和路368号海创基地北楼四楼B4092室
投稿：incub@hicc.org.cn
官网：www.hicc.org.cn
电话：86- 571- 86726360
传真：86- 571- 86726367

杭州国家集成电路设计产业化基地有限公司 
杭州国家集成电路设计企业孵化器有限公司


